
POWER. INNOVATION. DESIGN.

Optik
Thematisch angelehnte Gehäusefront mit geschwungenem Blendenpaar aus gebürstetem Aluminium.

Seitenlüfter
25cm ø. Stufenlos regelbar (600–900 Umdrehungen/Minute) mit patentierter Luftstromsteuerung (In/Out/Off) und 
Schalter für integrierte LED-Beleuchtung (rot oder blau je nach Modell).

Frontlüfter
12cm ø mit LED-Beleuchtung (rot oder blau je nach Modell).

Vorrichtung für 1 Rückwandlüfter
Für 8cm, 9cm oder 12cm Lüfter.

Öffnungen für Wasserkühlung
an der Gehäuse Rückwand.

Schnittstellen
an der Gehäuseoberseite: eSATA (bis 3GB/s), 4x USB 2.0, HD Audio I/O. 

Laufwerksschächte
5x 5,25 “(extern), 1x 3,5 “(extern), 4x 3,5 “(intern) 

Klappblenden
2 intergrierte CD/DVD-ROM Klappblenden. 

Schraubenlose Schnellverschlüsse
Für Erweiterungskarten, Laufwerksschächte sowie entfernbarer HDD-Käfig. 

Entfernbarer HDD-Käfig
Für einfacheren Festplatteneinbau. 

Mikro-Staubfilter
Leicht zu reinigender Mikro-Staubfilter in der Front.

Abmessungen 
(B x H x T): 216mm x 448mm x 503mm

Material
0,6mm SECC und  Aluminium

Gewicht 9kg

2 Jahre Garantie 
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     Produkteigenschaften



     Kühlung

     Eigenschaften innen

     Eigenschaften außen

25cm RIESENLÜFTER

 600–900 RPM
 15–33 dB(A)
 149,6–255m3/h

• Stufenlos regelbar

• Luftstrom In/Out/Off

• LED-Licht An/Aus
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12cm FRONTLÜFTER
für Festplattenkühlung

25cm RIESENLÜFTER
für CPU-Kühlung

25cm RIESENLÜFTER
für GPU-Kühlung
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A B CSCHNITTSTELLEN
an Gehäuseoberseite

1x eSATA (bis zu 3 Gb/s)
4x USB 2.0
HD Audio In/Out

KLAPPBLENDEN
für CD/DVD-Laufwerke

MATERIAL
3mm gebürstetes Aluminium

Thematisch angelehnte
Gehäusefront mit einem
geschwungenem Blenden-
paar
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Entfernbarer HDD-Käfig mit
Laufwerksschienen

Schraubenlose Schnellverschlüsse
für Erweiterungskarten

Schraubenlose Schnellverschlüsse
für Laufwerksschächte

Öffnungen 
für wassergekühltes System 



Testumgebung

Ein Test zeigt, wie effektiv ein und das selbe System von einem PhoenixNeo-Gehäuse mit einem 25cm-Riesenlüfter-Side-
panel im Vergleich zu einem mit einem Air-Duct-Sidepanel gekühlt wird. Zusätzlich wurde in beiden Systemen neben dem 
12cm Frontlüfter ein 12cm Rückwandlüfter eingebaut.

Die Komponenten

Gehäuse ECA3162

Netzteil EMD525AWT

Prozessor Intel P4 840 Extreme Edition

Prozessor Thermal Solution Intel Boxed Heatsink  

Mainboard Gigabyte X48-DQ6

RAM Module 2x DDR3 1GB

Festplatte Seagate SATAII 250GB

VGA Karte 2x ASUS ATI HD 3870 CrossfireX

Lüfter 12cm Front- und 12cm Rückwandlüfter

Das Resultat

RIESENLÜFTER (900 RPM) AIR-DUCT

VGA-1 (master) 47,5 ˚C 74,0 ˚C

VGA-2 (slave) 56,3 ˚C 72,2 ˚C

RAM-1 32,3 ˚C 43,4 ˚C

RAM-2 31,0 ˚C 52,8 ˚C

CPU Heatsink 37,2 ˚C 40,3 ˚C

CPU Body 47,0 ˚C 51,0 ˚C

Gehäuse Oberseite 22,6 ˚C 33,5 ˚C

Gehäuse Mitte 29,1 ˚C 37,7 ˚C

Gehaüse Unterseite 27,7 ˚C 29,8 ˚C

 

     Test Riesenlüfter- vs. Air-Duct- Sidepanel 

     Geprüfte Qualität 


